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I. 서론

   압력센서는 자동차, 우주항공, 환경, 군수산업 등 

산업 전반에 걸쳐 다양하게 사용되고 있다. 이러한 응

용분야에서는 정밀도가 높고 대량생산이 가능하며 저

렴한 가격의 센서가 요구된다[1]. 최근 마이크로머시

닝 기술과 반도체 집적 기술의 발전으로 이러한 요구

에 부응하는 실리콘 마이크로 압력 센서의 생산이 가
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요    약

  디지털 보정 기능을 갖는 CMOS 압력 센서의 인터페이스 회로를 설계하였다. 인터페이스 회로는 아날로그 부

분과 디지털 부분으로 구성되어 있다. 아날로그 부분은 센서로부터 발생한 약한 신호를 증폭시키는 역할을 담당

하고 디지털 부분은 온도 보상 및 오프셋 보정 기능을 담당하며 센서 칩과 보정을 조정하는 마이크로컨트롤러와

의 통신을 담당한다. 디지털 부분은 I2C 직렬 인터페이스, 메모리, 트리밍 레지스터 및 제어기로 구성된다. I2C 

직렬 인터페이스는 IO 핀 수 및 실리콘 면적 면에서 실리콘 마이크로 센서의 요구에 맞게 최적화 되었다. 이 설

계의 주요 부분은 최적화된 I2C 프로토콜을 구현하는 제어 회로를 설계하는 것이다. 설계된 칩은 IDEC의 MPW

를 통하여 제작되었다. 칩의 테스트를 위하여 테스트 보드를 제작하였으며 테스트 결과 예상한대로 디지털 보정

기능이 잘 수행됨을 확인하였다. 

Abstract

  We designed a silicon pressure sensor interface circuit with digital calibration capability. The interface 

circuit is composed of an analog section and a digital section. The analog section amplifies the weak signal 

from the sensor and the digital section handles the calibration function and communication function between 

the chip and outside microcontroller that controls the calibration. The digital section is composed of I2C 

serial interface, memory, trimming register and controller. The I2C serial interface is optimized to suit the 

need of on-chip silicon microsensor in terms of number of IO pins and silicon area. The major part of the 

design is to build a controller circuit that implements the optimized I2C protocol. The designed chip was 

fabricated through IDEC's MPW. We also made a test board and the test result showed that the chip 

performs the digital calibration function very well as expected.
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능해졌다. 마이크로머시닝 기술을 사용한 실리콘 마이

크로 압력 센서는 단일칩 혹은 멀티칩으로 제작된다. 

단일칩 마이크로 압력 센서는 압력센서와 신호처리회

로가 동일한 칩 상에 구현되어 한 패키지에 장착된 

것이고, 멀티칩 센서는 센서와 신호처리회로가 별도의 

칩에 제작되어 한 패키지 내에 장착된 것이다. 센서의 

최종 출력을 내는 신호처리 회로는 오프셋보상, 이득

조정, 온도보상 및 비선형 보정 등의 기능을 수행하므

로 센서의 성능은 이 신호처리 회로에 의해 결정된다

고 할 수 있다. 이에 따라 마이크로 압력센서와 더불

어 한 패키지 내에 집적된 신호처리회로의 성능개선

을 위한 연구가 많이 진행되고 있다[2-4]. 이렇게 한 

패키지 내에 집적된 마이크로센서는 기존의 매크로센

서에 비하여 센서의 작은 신호를 증폭하고 주변 환경

으로부터의 잡음이나 간섭의 영향을 줄이는 데에 있

어 아주 효과적이다[5,6]. 이러한 장점 때문에 실리콘 

마이크로센서는 점점 적용범위를 넓혀가고 있으며 최

근 실리콘 센서 시장의 75% 이상을 점유하고 있다[7]. 

  마이크로센서에 현재 적용되고 있는 온도 보상 및 

오프셋 보정 방식은 레이저 보정(laser trimming), 메

탈 퓨징(metal fusing), 다이오드 퓨징(diode fusing) 

등의 방법이 사용되고 있는데 이러한 방식은 보정 공

정 비용이 높고 수율이 낮으며 결정적으로 최종 패키

지의 영향을 고려하기 어려운 단점을 가지고 있다[8]. 

이러한 문제를 극복하기 위하여 최근에는 메모리를 

이용한 디지털 보정과 온도 보상에 대한 연구가 활발

하게 이루어지고 있다. 그러나 메모리를 이용한 룩업

테이블(look-up table) 방식은 과도한 메모리 용량이 

요구되는 단점이 있다. 

  아날로그 보정은 외부 스위치나 저항을 사용하는데 

실리콘 면적을 적게 차지하고 간단하게 보정을 수행

할 수 있지만 미세한 보정이나 지능적인 보정에는 취

약하다. 따라서 아날로그 보정보다 디지털 보정 기능

을 많이 사용하게 되는데, 본 연구에서 사용하는 디지

털 보정은 센서에 대한 보정 데이터를 외부 컨트롤러

로부터 입력받아 보정용 트리밍 레지스터에 저장하는 

방식으로 보정을 수행한다. 이 방식은 보정 데이터를 

쉽게 변경시킬 수 있어 지능적인 보정이 가능하다. 그

리고 기존의 디지털 보정은 전원을 껐다가 다시 넣을 

때마다 외부 제어기를 사용하여 보정 데이터를 다시 

공급해주어야 하는 문제가 있는데 본 연구에서는 외

부 제어기가 보낸 보정 데이터를 트리밍 레지스터에 

적재하고 동시에 비휘발성 메모리에도 저장하여, 전원

을 껐다가 다시 켤 때 비휘발성 메모리에 저장된 보

정 데이터가 자동으로 트리밍 레지스터에 적재되도록 

설계하여 이러한 문제를 해결하였다. 따라서 전원을 

켤 때마다 센서칩 외부에서 보정 데이터를 적재할 필

요가 없게 된다. 

  마이크로 압력 센서에 디지털 보정기능을 구현하려

면 칩 면적, 입출력 핀 수 등을 최소화 하여야 하고 

외부 제어기와의 데이터 통신 프로토콜의 범용성이 

요구된다. 외부 제어기와의 데이터 통신으로 크게 병

렬 통신과 직렬 통신 두 방식을 생각할 수 있다. 이 

중 병렬 통신은 통신 속도가 빠르기는 하지만 입출력 

핀 수가 많이 필요하므로 병렬통신 대신 직렬통신 방

식을 택하였다. 그리고 통신 프로토콜의 범용성을 위

해 UART 방식과 I2C 방식중 I2C 방식을 사용하여 

통신 포트를 설계하였다. UART 방식은 I2C 방식보다 

구현면적이 큰 단점을 가지고 있다. 필립스사에서 개

발된 I2C는 IC 간의 통신에 사용할 수 있게 개발된 

것으로 일부 회로를 변경하여 마이크로 압력 센서에 

적합하도록 최적화 시켜 인터페이스 회로에 포함시켰

다. 본 논문의 구성은 다음과 같다. I절에서는 마이크

로 압력 센서의 개요 및 연구 내용을 설명하였고 II절

에서는 마이크로 압력 센서 인터페이스 회로의 설계

에 대하여 설명하였다. 그리고 III절에서는 디지털 부

분의 핵심 회로인 제어회로의 설계를 설명하고 IV절

에서는 설계된 회로에 대한 동작을 검증 및 실험에 

대한 설명을 하였다. 그리고 V절에서는 결론으로서 

연구 결과에 대한 고찰을 수록하였다. 

II. 마이크로 압력 센서 인터페이스의 

설계

2.1 마이크로 압력 센서의 구조

  그림 1은 실리콘 마이크로 압력 센서 회로의 구성

도를 보이고 있다. 센서회로는 크게 센서와 신호처리 

회로로 구분되며 신호처리회로는 다시 아날로그 부분

과 디지털 부분으로 구분된다. 외부 압력이 센서로 전

달되면 센서는 미세한 신호를 생성한다. 센서에서 생

성된 신호는 신호처리 회로의 아날로그 부분으로 보

내진다. 신호처리 회로의 아날로그 부분은 증폭기와 

트리밍 비트 및 ADC로 구성되어 있다. 증폭기는 센

서로부터 들어온 약한 신호를 증폭하고 트리밍 비트

는 센서의 출력을 보정하는 데에 사용된다. 일반적으

로 아날로그 부분에 있는 트리밍 비트의 값은 외부에
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서 스위치나 저항을 직접 연결하여 입력시키는 방법

을 사용한다. 그러나 이 방법은 많은 입출력 핀이 필

요하고 수동으로 값을 조정하여야 하므로 사용하기 

어렵고 지능적인 보정이 어려운 단점을 가지고 있다. 

본 논문에서는 트리밍 레지스터를 사용하여 트리밍 

비트를 제어하는 방식으로 보정을 수정한다. 신호처리

회로의 디지털 부분이 외부 제어기가 보내는 보정 데

이터를 읽어 트리밍 레지스터에 저장하고 트리밍 레

지스터의 값을 비휘발성인 EEPROM에 저장하는 일을 

담당한다. 즉, 디지털 부분은 외부 제어기 또는 PC와

의 통신을 담당한다. 그리고 아날로그 부분의 ADC는 

센서가 검출한 압력을 디지털로 변환 시켜 외부로 출

력하는 일을 담당한다. 외부 제어기는 보정 데이터를 

신호처리 회로에 보내어 보정을 수행한다. 외부제어기

는 트리밍 레지스터의 값을 읽어서 디스플레이에 표

시할 수도 있다. 

그림 1.  실리콘 마이크로 압력 센서의 구성도

Fig. 1.  Structure of silicon microsensor

2.2  보정을 위한 통신 프로토콜

  디지털 보정 방식으로 트리밍 비트를 외부에서 저

항이나 스위치를 직접 연결하는 방식은 입출력 핀의 

수가 많고 수동으로 보정을 수행해야 하는 단점이 있

다고 하였다. 본 연구에서는 외부 스위치나 저항에 의

한 보정 방법의 단점을 해결하기 위해 통신에 의한 

보정 방법을 제안하였다. 통신 방식에는 병렬통신과 

직렬통신 두 가지 방식이 있다. 병렬 통신은 속도가 

빠르고 연결이 간단하지만 연결 포트가 많이 필요하

다는 단점이 있다. 직렬 통신은 데이터를 직렬로 1비

트씩 보내는 방식이다. 입출력 포트의 수가 줄어드는 

장점이 있지만 속도가 느리고 데이터를 주고 받는 프

로토콜이 복잡하다. 본 연구에서 목표로 하는 센서는 

빠른 속도가 요구되지 않고 데이터의 크기(48비트)가 

작고 칩의 크기가 작아야 하므로 패키지의 외부 입출

력 핀 수를 줄이기 위하여 직렬 통신을 사용하기로 

하였다. 외부 제어기가 직렬 통신포트를 통하여 보정 

데이터를 보내면 이 데이터는 아날로그 부분의 트리

밍 비트에 연결되어 있는 트리밍 레지스터에 적재시

키는 방법으로 보정을 수행한다. 그리고 통신 프로토

콜의 범용성을 위해 UART와 I2C 프로토콜 중에서 

I2C 프로토콜을 선택하였다. UART 방식은 I2C보다 

실리콘 사용 면적이 크고 입출력 핀 수가 증가하는 

단점을 가지고 있다. 반면에 IC 간의 통신을 위해 필

립스사에 의해 개발된 I2C 통신 프로토콜은 일부 회

로를 변경시켜 최적화할 경우 마이크로센서에 적합한 

통신회로가 될 것이다. I2C 통신회로는 두 개의 데이

터 입출력 핀과 하나의 제어 핀을 사용한다. 입출력 

핀 수와 제어 핀 수가 적기 때문에 칩 면적이 줄어들

고 많은 양의 데이터를 쉽게 주고받을 수 있다. 

그림 2. I2C 통신 프로토콜의 타이밍도

Fig. 2. Timing diagram of I2C communication protocol

  그림 2는 I2C 직렬통신 프로토콜의 타이밍도를 보

이고 있다. I2C는 SDA 포트와 SCL 포트를 가지고 있

다. SDA 포트는 데이터용이고 SCL 포트는 클락용이

다. 클락 신호는 외부 제어기에서 공급되며 이 클락 

신호에 맞추어 SDA에 데이터를 전송한다. 그림에서 

SCL이 ‘1’인 동안 SDA의 값이 1에서 0으로 변하면 

직렬통신의 시작(start bit)으로 간주되며 SCL의 다음 

클락에서부터 입력 데이터를 받아들인다. 데이터는 1

클락당 1비트씩 전송되며 48비트의 데이터를 한꺼번

에 받을 수도 있고 8비트씩 나누어 6번에 걸쳐 받을 

수도 있다. 본 설계에서는 8비트씩 나누어 받도록 설

계하였다. 8비트의 데이터 전송 사이에는 2클락의 

idle bit를 두어 데이터를 구분한다. SCL이 ‘1’인 동안 

SDA의 값이 0에서 1로 변하면 전송이 종료(stop bit)

되는 것으로 간주한다. 본 연구의 대상인 센서 칩처럼 

주고 받는 데이터의 양이 고정되어 있는 경우에는 전

송된 데이터의 양을 확인하여 양단에서 자동으로 멈

추게 되므로 정지 신호르 사용하지 않아도 된다. SCL

이 ‘1’인 동안 유지되는 SDA의 값이 전송하고자하는 

1비트의 유효 값이다. SCL이 ‘0’인 동안의 SDA의 값

은 무시된다. SDA는 데이터를 주고받아야 하므로 양
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방향 포트로 구성하여야 한다. SCL 신호는 외부 제어

기가 공급하므로 센서의 입력이 된다. 

2.3 마이크로 압력 센서의 동작 모드

  센서 회로는 두 개의 동작 모드 즉, 정상모드와 테

스트모드를 가지고 있다. 전원이 들어오면 기본모드인 

정상모드에 들어간다. 전원이 들어오면 EEPROM에 

저장된 보정 데이터가 자동적으로 트리밍 비트에 연

결된 트리밍 레지스터에 적재되어 보정이 되고 정상

모드가 시작된다.

  테스트모드에서는 직렬 포트를 통하여 보정 데이터

를 트리밍 레지스터에 쓰고 읽고 할 수 있다. 테스트 

모드의 입출력은 외부 제어기에 의하여 결정된다. 즉 

write 신호를 외부 제어기가 센서회로에 내보내면 쓰

기 동작이 직렬 방식으로 이루어져 SDA로 공급된 48 

비트의 보정 데이터가 트리밍 레지스터에 적재되고, 

read 신호를 내보내면 읽기 동작이 수행되어 트리밍 

레지스터의 내용이 SDA를 통하여 나오게 된다. 48비

트의 데이터는 8비트씩 6번에 나누어 전송이 수행된

다. 

2.4 디지털 부분의 구조

  그림 3은 디지털 부분의 블록 다이어그램을 보이고 

있다. 센서 회로의 디지털 부분은 회로의 동작모드를 

선택하고 테스트모드에서는 외부 제어기와 보정 데이

터의 통신을 담당한다. 디지털 부분은 트리밍 레지스

터, EEPROM, 8비트 입력 쉬프트레지스터, 8비트 출

력 쉬프트레지스터, 쉬프트레지스터 카운터, 주소 카

운터 및 제어장치로 구성된다. 

그림 3.  디지털 부분의 블록다이어그램

Fig. 3. Block diagram of digital part

  센서의 동작모드를 테스트모드에서 정상모드로 전

환하면 트리밍 레지스터의 내용이 EEPROM에 저장된

다. 이렇게 하여 보정이 완료된 정상 모드를 시작할 

수 있다. 그리고 전원을 켜면 EEPROM에 저장된 보

정 데이터는 자동적으로 트리밍 레지스터에 적재되어 

정상 모드가 시작된다. 따라서 전원이 인가될 때마다 

외부 제어기가 보정 데이터를 다시 공급할 필요가 없

다. 전원이 꺼져도 보정 데이터가  EEPROM에 저장

되어 있으므로 지워지지 않는다. 트리밍 레지스터의 

출력은 아날로그 부분의 트리밍 비트에 직접 연결되

어 있어 보정 데이터가 적재되는 순간 트리밍 비트 

값이 결정되어 보정이 이루어진다. 

  입력 쉬프트레지스터(Shift Reg IN)와 출력 쉬프트 

레지스터(Shift Reg OUT)는 직력 데이터 통신에 사용

된다. 두 쉬프트 레지스터의 크기는 각각 8비트이다. 

쓰기 동작에서는 직렬 데이터가 입력 쉬프트레지스터

에 한 비트씩 쉬프트 입력된다. 8비트가 모두 입력되

면 이 레지스터의 내용은 트리밍 레지스터로 이동하

게 된다. 트리밍 레지스터의 크기는 48비트이므로 6번

의 데이터 전송이 필요하다. 읽기 동작에서는 트리밍 

레지스터로부터 8비트의 데이터가 출력 쉬프트레지스

터에 병렬 적재된 다음, 이 데이터가 한 비트씩 직렬

로 출력된다. 그림 4는 입력 쉬프트레지스터의 시뮬레

이션 결과를 보이고 있다. 그림으로부터 직렬 데이터 

10110011이 한 비트씩 입력 쉬프트레지스터에 공급되

었고 최종적으로 이에 해당하는 179가 쉬프트 레지스

터에 적재되었음을 확인할 수 있다. 주소 카운터는 트

리밍 레지스터와 EEPROM에 연결되어 있다. 주소 카

운터는 데이터 입출력에 대한 메모리 주소를 지정한

다. 

그림 4. 입력 쉬프트 레지스터의 시뮬레이션

Fig. 4.  Simulation result of Shift Register IN 

III.  제어장치의 설계
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  제어장치는 각 모듈의 상태를 조사하여 센서의 동

작에 필요한 제어신호를 생성한다. 센서의 상태를 크

게 4 가지 상태 즉, 전원 인가시 정상상태, 쓰기 테스

트 모드 상태, 읽기 테스트 모드 상태, 모드 변환 상

태로 나누었다. 각 상태는 서너개의 서브상태로 구성

되어 있다. 

  그림 5, 6, 7, 8은 제어장치의 네 가지 상태에 대한 

상태도를 보이고 있다. 그림 5에 보인 것처럼 센서에 

전원이 인가되면 센서는 정상 모드로 들어간다. 전원

이 인가되면 먼저 EEPROM에 저장된 보정 데이터가 

트리밍 레지스터에 전달된다. done_address_count = 

0이면 주소 카운터는 하나씩 증가되고, 다음 8비트 데

이터가 EEPROM으로부터 읽혀서 트리밍 레지스터로 

전달된다. 이 과정이 6번 반복되어 48비트가 모두 전

달되면 done_address_counter는 1이 되고 비로소 정

상동작이 시작된다. 

그림 5.  전원 인가후의 정상 상태

Fig. 5. Normal mode at power ON

그림 6. 쓰기 테스트 모드 상태

Fig. 6. Write test mode

  그림 6은 쓰기 테스트 모드에 대한 상태도를 보이

고 있다. 쓰기 테스트 모드에서는 외부 제어기가 직렬 

포트를 통하여 보정 데이터를 트리밍 레지스터로 전

송한다. 8비트의 데이터가 입력 쉬프트 레지스터에 입

력되면 done_data_transfer가 1이 되고 입력 쉬프트 

레지스터의 내용이 트리밍 레지스터에 순서에 따라 

자신의 위치로 이동한다.  트리밍 레지스터에 적재될 

위치는 address_counter가 가리킨다. 이 과정을 6번 

반복하면 보정 데이터의 쓰기 작업이 완료되며 센서

회로는 idle 상태로 들어간다. 

  그림 7은 읽기 테스트 모드에 대한 상태도를 보이

고 있다. 읽기 테스트 모드에서는 트리밍 레지스터의 

내용이 출력 쉬프트 레지스터에 8비트 단위로 전달되

어 SDA를 통하여 한 비트씩 외부로 출력된다. 8비트

의 전송이 완료될 때마다 done_serial_transfer는 1이 

된다. 이 과정을 6번 반복하여 트리밍 레지스터의 내

용이 모두 출력되면 센서회로는 idle 상태로 들어간

다. 

  그림 8은 센서가 테스트 모드에서 정상 모드로 동

작 상태를 변화시키는 동작을 설명하고 있다. 센서의 

동작 모드가 테스트 모드에서 정상모드로 전환되면 

트리밍 레지스터의 내용이 EEPROM에 저장된다. 8비

트 데이터를 6번 전달한 다음 done_address_counter

는 1이 되고 센서회로는 idle 상태로 들어가서 다음 

입력을 기다린다. 
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그림 7. 읽기 테스트 모드

Fig. 7. Read test mode

그림 8. 모드 전환 상태

Fig. 8. Mode change state

그림 9. VHDL 코드로부터 합성된 회로도의 일부

Fig. 9. Part of circuit synthesized from VHDL code

  제어장치의 4 서브 모듈은 VHDL을 사용하여 FSM

으로 구현되었으며 그림 9는 이 중 쓰기 테스트 모드

에 대한 서브 모듈의 게이트 레벨 합성 결과를 보이

고 있다. 다른 모듈에 대하여 합성된 회로도는 지면 

관계상 생략하였다.

그림 10. 센서회로 디지털부의 레이아웃

Fig. 10.  Layout diagram of digital part 

  그림 10은 디지털부의 레이아웃을 보이고 있다. 이 

회로는 IDEC 표준 셀 라이브러리를 사용하여 VHDL 

코드로부터 합성되었다. 합성에는 Synopsis 툴을 사용

하였다. 합성 결과는 EDIF 형식으로 출력되었으며 

Mentor사의 IC Station에 입력시켜 레이아웃을 얻었

다. 합성된 레이아웃은 현대 0.6um 공정의 1mm x 

1mm 다이 크기에 충분하였으며 IDEC MPW를 통하

여 칩으로 제작되었다.

IV.  실험 결과

  제작된 칩을 테스트하기 위해 테스트 보드를 제작

하였다. 그림 11은 제작된 테스트 보드를 보이고 있

다. 테스트 보드의 상측 중앙에 위치한 칩이 IDEC 

MPW로 제작된 칩이다. 압력 센서는 동일칩에 구현되

지 않았으므로 압력 센서를 테스트 보드에 장착하여 

센서회로에 연결하였다. 테스트 보드의 다른 칩들은 

8051 마이크로컨트롤러와 주변회로이다. 8051 마이크

로컨트롤러를 사용하여 디지털 보정을 수행할 수 있

다. 8051 마이크로컨트롤러 대신 외부 제어기로 PC를 

사용할 수도 있다. 
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그림 11.  테스트 보드

Fig. 11. Test Board

  그림 12는 PC를 외부 제어기로 사용하여 보정을 수

행하는 사용자 인터페이스 화면을 보이고 있다. 보정

을 수행하는 PC의 프로그램은 VISUAL BASIC V6.0

으로 작성하였으며 윈도우 95, 98 및 ME에서 동작한

다. 사용자 인터페이스 화면을 보면 여러 보정 데이터

를 십진 값으로 입력하게 되어 있는데 입력이 완료되

면 이 값들은 48비트의 이진 값으로 변환되어 8비트

씩 여섯 번에 나뉘어 트리밍 레지스터로 전송된다.

그림 12. 윈도우용 보정 데이터 전송 프로그램

Fig. 12. Calibration data transfer program 

  실험의 주 목적은 센서 회로의 디지털 부분이 지정

된 동작을 잘 수행하는지 확인하는 데에 있다. 센서의 

동작 모드를 테스트 모드로 선택하여 센서의 트리밍 

레지스터에 보정 데이터를 쓰고, 또 트리밍 레지스터

의 데이터를 읽을 수 있었다. 다음은 센서 회로의 동

작 모드를 테스트 모드에서 정상 모드로 바꾸었다. 이 

때 트리밍 레지스터의 내용이 자동적으로 EEPROM에 

저장 되어야 한다. 이는 센서 회로의 전원을 껐다가 

다시 켠 다음 테스트 모드에서 트리밍 레지스터의 내

용을 읽는 방법으로 확인하였다. 이 실험으로 센서에 사

용된 I2C 통신 프로토콜이 정확하게 잘 구현되었으며, 

마이크로센서의 디지털 보정에 적합함을 확인하였다. 

V. 결론

  본 연구에서는 마이크로 압력 센서의 디지털 보정

을 수행할 수 있는 인터페이스 회로를 설계하였다. 기

존의 마이크로 압력 센서는 센서의 디지털 보정에 외

부 스위치나 저항을 사용하여 최종 패키지의 영향을 

고려하기가 힘들고 입출력 포트가 많이 필요하여 부

피가 크며 전력 소비가 큰 단점을 가지고 있었다. 이 

논문에서는 디지털 보정과 온도 보상을 쉽게 할 수 

있는 인터페이스 회로를 설계하였다. 디지털 보정은 

외부제어기를 통하여 수행되며 이때 제어기와의 통신

에는 입출력 핀 수를 최소화하기 위하여 I2C 직렬통

신프로토콜을 사용하였다. 보정 데이터는 아날로그 부

분의 트리밍 비트에 연결되어 있는 트리밍 레지스터

에 적재된다. 외부 제어기에 의해 한번 보정이 완료되

면 보정 데이터는 EEPROM에 저장되며 전원이 켜질 

때마다 자동적으로 트리밍 레지스터에 다시 적재되기 

때문에 보정 데이터를 매번 외부에서 적재시킬 필요

가 없다. 

  설계된 칩은 MPW 칩으로 제작되었으며 테스트 보

드를 제작하여 직렬 포트를 통한 보정 데이터의 입출

력이 정확히 잘 수행되고 EEPROM에 저장된 보정 데

이터가 전원 인가시 자동 적재됨을 확인하였다. 이 결

과 설계된 실리콘 마이크로 압력센서의 인터페이스 

회로가 디지털 보정을 잘 수행함을 알 수 있었다. 
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